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前　　言
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系统级封装（SiP）
一体化基板通用要求

1　范围

本文件规定了系统级封装（SiP）一体化基板通用要求，包括一体化基板总体要求、特性定义、设计、

验证、制造、检验、交付、产品转运、贮存等方面要求。

本文件适用于系统级封装（SiP）中成为成品外壳整体一部分的底部基板。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 9178—1988　集成电路术语

GB/T 12842—1991　膜集成电路和混合膜集成电路术语

GB/T 44801—2024　系统级封装（SiP）术语

3　术语和定义

GB/T 9178—1988、GB/T 12842—1991 和 GB/T 44801—2024 界定的术语和定义适用于本文件。

4　总体要求

4.1　通则

系统级封装（SiP）一体化基板（以下简称“一体化基板”）要求包括。

a） 技术要求，按产品流程一般可分为：

1） 特性定义要求；

2） 设计要求；

3） 验证要求；

4） 制造要求。

b） 其他要求，包括但不限于：

1） 检验要求；

2） 交付要求；

3） 产品转运、贮存要求。

除本文件规定的要求外，一体化基板其他要求应符合或超过其他相关规范性文件的特定应用等级

的所有要求。

4.2　文件优先顺序

采用本文件或其他相关规范性文件时，优先顺序如下：

a） 图纸、合同等产品采购文件；
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